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リアランスが 0.01mm から 0.015mm までの時,破断面,だれ,かえりの割合が安定し,
切断できるので,クリアランスが 0.01mm から 0.015mm の範囲が薦められる. ラップ
量がマイナスとき,切断できない, ラップ量が 0 ときも切断できない場合があるが,
ラップ量が大きくなると,切断できる.破断面の割合から見ると,大きく変わらないた
め,ラップ量が大きいほうが適切であると判断する.従って適切な切断条件は,それぞ
れクリアランスが 0.01mm から 0.015mm まで,ラップ量が 0.02mm から 0.04mm まで
の範囲内にある場合と判断される. 
 
 
